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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
1’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a
P’établissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

Revision of this publication

The technical content of I E C publications is kept under con-
stant review by the IE C, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following 1 E C sources:

Bulletin dela CEI ® IE CBulletin

Annuairedela CEI IE C Yearbook

Catalogue d¢s publications de la CEI Catalogue of I E C Publications

Publié annuellement Published yearly
Terminologie Terminology

En ce qui congeme la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Pubflication 50 de la CE1: Vocabulaire Electro-
technique Internatjonal (VEI), qui est établie sous forme de cha-
pitres séparés traifant chacun d’un sujet défini, I'Index général

étant publié sép:

ment. Des détails complets sur le VEI peuvent

étre obtenus sur dgmande.

Les termes et
ont été soit repris

de cette publicatiof.

finitions figurant dans la présente publication
u VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symbgles graphiques, symboles littéraux et signes
d’usage général afjprouvés par la C E1, le lecteurconsultera:

— la Publication

p7 de la CEI: Symboles'littéraux a utiliser en

électrotechniqpe;

— la Publication

schémas.

617 de la CEI:\ Symboles graphiques pour

Les symboles et signes-contenus dans la présente publication
ont été soit repriy des (Publications 27 ou 617 de la CE]L soit
spécifiquement approdyés aux fins de cette publication.

For general terminology, readers are refe to I E C Publi-
cation 50: Intemational Electrotechnical Yocabulary (IEV),
which is issued in the form of separate chdpters each dealing
with a specific field, the General Index being published as a se-
parate booklét. Full details of the IEV will be supplied on

requests

The terms and definitions contained in the jpresent publication
have either been taken from the IEV or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs approved
by the IE C for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— 1E C Publication 617: Graphical symbols for diagrams.
The symbols and signs contained in the present publication

have either been taken from IEC Publicatjons 27 or 617, or
have been specifically approved for the purpose] of this publication.

Publications de la C EI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumeére les publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

I E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which
lists IEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BUS SYSTEME A MICROPROCESSEURS - DONNEES: 8 BITS ET 16 BITS

(MULTIBUS I)

Deuxiéme partie: Description mécanique et brochage pour la configuration

du bus systéme, avec des connecteurs en bout de carte

PREAMBULE

1) Les décisidns ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par.des
d’Etudes ofi sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la plug grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisipns constituent des recommandations internationales et sont agréées comme-telles par les

nationaux.

Comités

Comités

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs|régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ol les conditions natignales le

permettent,

Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle nationale correspondante doit,

mesure du|possible, atre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

dans la

4) La CEl n'a fixé aucune procédure concemant le marquage comme indi¢ation d’approbation et sa responsabilité q'est pas
engagée qyiand il est déclaré qu'un matériel est conforme a I'une de 'sés'recommandations.

PREFACE

La présepte norme a été établie par le.Sous-Comité 47B*: Systémes & microprocesseyrs, du
Comité d’Etlides n° 47 de la CEl: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette nomme constitue la deuxiéme-partie d'une série de publications dont les autres parti¢s sont
les suivantes:

- Publication 796-1 (1990):) Bus systéme a microprocesseurs — Données: 8 bits et

- Publication 796-3 (1990):

(MULTIBUS I) - Premiére partie: Description fonctionnell
spécifications électriques et chronologiques.

configuration Eurocard ayant des connecteurs rapportés.

6 bits
P avec

Troisiéme partie: Description mécanique et brochage pour la

Le texte de cette nomrme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47B(BC)9 47B(BC)14

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

* Le Sous-Comité 47B de la CEl est désormais transféré dans I'ISO/CE! JTC 1.

La présente norme a été approuvée selon les procédures de la CEl et, par conséquent, est publiée comme norme de

la CEl.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MICROPROCESSOR SYSTEM BUS - 8-BIT AND 16-BIT DATA
(MULTIBUS I)

Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus
configuration, with edge connectors (direct)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical CommitlseJ on which all the
Natjonal Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possble, an international

c nsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Cgmmittees in that

S

3) In drder to promote international unification, the IEC expresses the wish that.alf National Committees should adopt the
tex{ of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit.|Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules/should, as far as possible, be clparly indicated in

thellatter.

4) ThTEC has not laid down any procedure concerning marking-as an indication of approval and has no regponsibility when

an

PREFACE

em of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

Thi standard has been prepared by-Sub-Committee 47B*: Microprocessor systems, of IEC Tech-

nical Committee No. 47: Semiconductor devices.

Thip standard forms Part.2 of a series of publications, the other parts being:

- Pyblication 79641 (1990): Microprocessor system bus — 8-bit and 16-bit data (M
Part 1: Functional description with electrical and timing specifi-

cations.

ULTIBUS 1) -

- Pyblication 796-3 (1990): Part 3: Mechanical and pin descriptions for the Euro¢ard configur-

ation with pin and socket (indirect) connectors.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule

Report on Voting

47B(CO)9

47B(CO)14

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report

indicated in the above table.

* |EC Sub-Committee 47B has now been transferred to ISO/IEC JTC 1.

This standard was approved according to IEC procedures and is therefore published as an IEC standard.
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BUS SYSTEME A MICROPROCESSEURS - DONNEES: 8 BITS ET 16 BITS
(MULTIBUS I)

Deuxiéme partie: Description mécanique et brochage pour la configuration
du bus systéme, avec des connecteurs en bout de carte

INTRODUCTION

La présente norme fait partie d’'une série qui traite des interfaces mécaniques et électriques
permettant| aux divers composants d’un systéme & microprocesseurs de dialoguer entre{ux. Le

bus d'interface sert de moyen de transfert en paralléle et d'interconnexion des signaux utilitaires
pour les composants d'un systéme étroitement couplés. La série est composée d'une’ degcription
fonctionnelle et de deux normes mécaniques.

SPECIFICATIONS MECANIQUES

1. Domajne d’application

Lal présente norme est applicable & une interface utilisée pour assurer la liaigon des
composants d'un systéme & microprocesseurs au moyen du fond de panier & connecleurs en
bout de carte.

2. Objet

Cette norme a pour objet de définir toutes les spécifications physiques et mécaniques que
doit pbserver l'ingénieur d’étude lorsqu'il congoit un fond de panier ou des plaquettes
impri[:ées enfichables dans l'interface du bus du systéme. Toutes les dimensiong seront
exprimées en millimétres et, & titre de référence, en pouces entre parenthéses. (Les dimen-
siong en millimétres font foi.)

3. Considérations sur lé fond du panier

Lg longueur maximale du fond du panier reliant les modules est de 457,2 mm (soit|18 pou-
ces).| Des cartes d’extension utilisées dans ce systéme ne pourront étre utilisées que si la
longueur totalé résultant pour le bus, y compris la carte extension, ne dépasse pas 457,2 mm.

3.1 Relations entre les cartes

Pour concevoir les cartes de circuits imprimés compatibles capables de fonctionner dans
un fond de panier sur lequel leur espacement est fixé¢ & 15,3 mm (0,6 pouce), il faut adhérer
aux spécifications mentionnées ci-dessous:

a) Espacement des cartes (L)

L'entraxe des cartes enfichées dans le fond de panier sera au moins égal & 15,24 +
0,51 mm (0,6 £ 0,02 pouce).

b) Epaisseur de carte (L)
L'épaisseur de la carte type sera égale a 1,575 + 0,128 mm (0,062 + 0,005 pouce).
¢) Longueur du conducteur des composants (L, )

La Iongtjeur des conducteurs des composants sous la carte imprimée ne devra pas
dépasser 2,362 mm (0,093 pouce).
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MICROPROCESSOR SYSTEM BUS - 8-BIT AND 16-BIT DATA
(MULTIBUS I)

Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus
configuration, with edge connectors (direct)

INTRODUCTION

consigts of one functional description and two alternative mechanical standards.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

1. Scope

This standard is applicable to an interface used t6_¢onnect microprocessor system compo-
nents by means of the edge connector (direct) typebackplane.

2. Qbject

The object of this standard is to describe all the physical and mechanical specifications that
Fdesigner shall be concerned:with when designing a backplane or when designing printed
n

ircuit boards that will plug into-the system bus interface. All dimensions are in miflimeters with
ches added in parentheses for reference only. (Millimeter dimensions govern.)

3. Backplane considerations

The maximum length of the backplane connecting modules is 457.2 mm (18 fin). Extender
boards.used within the system will not be supported by the bus unless the overall resulting

ength of the bus including the extender card is less than the 457.2 mm maximumn.
3.1 ; ips

The following printed circuit board specification shall be adhered to when designing com-
patible boards which are to operate in a 15.3 mm (0.6 in) board to board spacing backplane.

a) Board to board spacing (L)

Centre to centre of boards when plugged into backplane shall be at least 15.24 £ 0.51 mm
(0.6 £ 0.02 in).

b) Board thickness (L;)
The typical board thickness is 1.575 + 0.128 mm (0.062 £ 0.005 in).
c¢) Component lead length (L)

The length of the component leads below the printed circuit board cannot exceed
2.362 mm (0.093 in).
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Facteurs déterminant le format
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d) Hauteur des composants (L))

La hauteur maximale des composants au-dessus de la carte imprimée sera délterminée a
partir de I'équation suivante:

(L) < (Le) - (Lp) = (Ly)
(L) <14,73 mm - 1,702 mm - 2,362 mm (0,58 pouce - 0,067 pouce - 0,093 pouce)
(L) <10,67 mm (0,420 pouce) (y compris le voilage de la carte).

Pour les composants non isolés, il faut réduire la valeur L, de 10,16 mm (0,40 pouce).

Le fond de panier type et les composants nécessaires pour le compléter sont indiqués a la
figure 2, page 10.
Cette norme contient seulement les spécifications mécaniques pour la conoeption d'entre

interfadce du bus systéme. L'ingénieur d'efude tiendra également compte des Spécifications
électr{ques figurant & la section trois de la Publication 796-1 de la CEI.

Affectation des broches pour le bus systéme

Leg cartes congues pour étre reliées au bus possédent deux connecteurs, P (primaire) et
P2 (alxiliaire), enfichables dans le fond de panier. Le tableau | représente l’aﬁectz;Fn des
signapix aux broches du connecteur P1 sur les cartes. Les signauxréservés sur le conpecteur
P1 ddivent étre reliés au bus, comme des lignes normales de signhaux, sur le fond de |panier.
Le tableau Il représente l'affectation des signaux aux broches du connecteur P2 sur les
carteg. En cas d'utilisation d’'un fond de panier, les signaux-«téservés et reliés au bus» seront
reliésau bus comme des lignes normales de signaux.

Connécteurs de bus

Le fond de panier est équipé de connecteurs‘qui correspondent au connecteur de Iout de
carte P1 (43/86 broches). Le fond de panier utilise des connecteurs a 43/86 broches & espa-
cement de 3,96 mm (0,156 pouce).

Le [connecteur P2 est un connecteur de bout de carte a 30/60 broches, avec un gspace-
ment fle 2,54 mm (soit 0,1 pouce).

Ceftaines caractéristiques du bus seront prises en considération pour concevoir leg cartes
de cirpuit imprimé qui-doivent s’y connecter. Si les spécifications prescrites dans la présente
norme¢ sont suivies, fingénieur d'étude sera assuré de leur compatibilité avec le bus.

Normes de désignation des connecteurs et de numérotation des broches

~ Leg connecteurs P1 et P2 sur les cartes congues pour linterface du bus systeme devront
satisfairelaux exigences suivantes (voir figure 2):

a) Les connecteurs sur le c6té bus de la carte seront dénommés P1 et P2. P1 est le
connecteur principal & 86 broches, tandis que P2 est le connecteur auxiliaire & 60
broches.

b) Les broches seront numérotées par un numéro impair sur la face de montage des
composants de la plaquette et dans 'ordre ascendant en suivant le pourtour de la carte
dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre (voir figure 3, page 12).

Format normalisé des cartes de céblage imprimé

La figure 4, page 12, représente le format normalisé des cartes compatibles (cartes de
cablage imprimé et cartes de circuit imprimé). Le bord de la carte opposé au bus ne sera
soumis & aucune contrainte. Cependant, toutes les autres parties de la plaquette, y compris
les connecteurs P1 et P2, devront étre conformes aux dimensions telles qu'indiquées a la
figure 4. A I'heure actuelle, seule la hauteur verticale des plaquettes de base fait I'objet de la
spécification normalisée.
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d) Component height (L)
The following equation is used to determine the maximum height of the components
above the printed circuit board:

(Ly) < (L) = (Lp) = (L)
(L) <14.73 mm - 1.702 mm - 2.362 mm (0.58 in — 0.067 in — 0.093 in)
(L)) <10.67 mm (0.420 in) (including board warpage).
Electrically conductive components require L, to be decreased to 10.16 mm (0.40 in).

An example of a typical backplane and the components necessary to implement it are
shown in Figure 2, page 11.

This standard contains only the mechanical specifications for designing a system bus inter-
face. The designer shall also take into consideration s in Section
Three of IEC Publication 796-1.

3.2 [System bus pin assignments

Printed circuit boards which are designed to interface to the bus have two confiectors which
plug into the backplane, P1 (primary) and P2 (auxiliary). Table | shows the pin gignal assign-
ments for the P1 connector on the printed circuit boards, Reserved signals on the P1
connector shall be bussed as normal signal lines on the backplane. Table Il shows the pin
signal assignments for the P2 connector on the printed circuit boards. If a backplane is used
then the "reserved and bussed" signals shall be bussed as normal signal lines.

3.3 |Bus connectors

The backplane has connectors that mate to the P1 (43/86 pin) board edge connector. The
backplane uses 43/86 pin on 3.96 mm.(0.156 in) centre connectors.

The P2 connector is a 30/60:pin board edge connector with 2.54 mm (0.1 in) pjn centres.

4. Horm factors

Certain characteristics of the bus shall be taken into consideration when des|gning printed
circuit boards that-interface to it. The designer will ensure himself of system bug compatibility
if the specifications discussed in this standard are followed.

4.1 |Connector naming and pin numbering standards

The P1 and P2 connectors on the printed circuit boards designed for the sysfem bus inter-
face should comply with the following requirements (see Figure 2):

a) The connectors on the bus side of the board shall be called P1 and P2. P1 is the 86-pin
main connector, and P2 is the 60-pin auxiliary connector.

b) Pins shall be numbered with odd numbers on the component side of the board, and in
ascending order when going counter-clockwise around the board (see Figure 3, page 13).

4.2 Standard outline of printed wiring boards

Figure 4, page 13, shows the standard outline for compatible boards (printed wiring boards
and printed circuit boards). The non-bus edge of the board is not restricted. The remainder of
the board including connectors P1 and P2 shall adhere to the dimensions shown in Figure 4.
Only the basic boards’ standard vertical height is currently specified.
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-

lLL

CARTE DE CIRCUIT IMPRIME

U

f

2,362 mm max. (0,093 pouce)

u

COMPOSANT

L A

‘:ﬂ

CARTE DE CIRCUIT IMPRIME

u
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Lc = 15,24 mm (0,6 pouce)

1.9 .75 mm Typ (0,062 pouce)

..

tly rr COMPOSANT _ﬂ
T CARTE DE CIRCUIT IMPRIME
(Ln <|Lc — Lt - L) u u
508/90
Fig. 1. - Espacement des cartes dans.le‘fond de panier.
CONNECTEUR CONNECTEUR
DE PUISSANCE DE PUISSANCE
UMV T, “
P1
.JZ/§ g YR R R X KRN AR R R KRR a xx X3:X 0 [t J6-J8
proc N —————— L =
J3A C e J3
JAA - A A T KA x| (e Z
0000000 J7 *0000000 JO
'JSA . I...:.......:-:.......o....;.:.: ..... .-.:....:J . E)
=$ﬁ’?ﬁﬁ?€ 1
TERMINAISMRESISTANCES 509/90
Liste des pié
1 fond de panier avec terminaison T motrice de U resistances de 1,1 KK, 1,5 W a 10 broches

27 broches connecteurs pour céble plat (3,962 mm entre
axes) (J6 - J8)

4 connecteurs de bout de carte 43/86 broches a
I'écartement de 3,962 mm (J2 - J5)

12 broches a wrapper

4 motrices de 9 résistances de 2,2 k2, 1,5 W a 10 bro-
ches (RP1 - RP4)

1 motrice de 9 résistances de 1 kQ2, 1,5 W & 10 broches
(RP5)

(RP6)
1 résistance de 1 kQ, 1/8 W, £5% (R1)
1 résistance de 2,2kQ, 1/8 W, 15% (R5)
2 résistances de 220 Q, 1/4 W, £5% (R9, R11)
2 résistances de 330 Q,,1/4 W, £5% (R10, R12)
2 résistances de 510 Q, 1/8 W, 15% (R7, R8)

Fig. 2. - Fond de panier type.
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r‘ COMPONENT m
Ly r
PC BOARD
' u U
2.362 mm max. (0.093in)
Lc = 15.24 mm (0.6 in)
L COMPONENT
I fa N
PC BOARD
u Ll
1.5675 mm Typ (0.062in)
v
Ln ﬂj COMPONENT _]
PC BOARD
ly <lc-Lyr - L) U u
508790
Fig. 1. - Backplane card tocard separation.
POWER POWER
CONNECTOR CONNECTPR
.J" . [} o...-...-......-..----.oo...o-.-o ccoo J6-J8
;;;;;;;3.6..............:.:..:...:.'.i%“?“]JSA ﬁ
JaA - | = ::J:7::::::::::::::::::::::::: = ::::.JJg Z
JBA = q
)\\l ANBY
TERMINATION RESISTORS 00790
Parts jist
1 PWS termination backplane T 10 pin, T.TREZ, g Tosistor, -5 Wesistor pack (RP6)

27 post wafer connectors (3.962 mm pin centres) (J6 - J8)

4 edge board connectors, 43/86 pins on 3.962 mm centres

(J2-Js)
12 wire wrap posts

410 pin, 2.2kQ, 9 resistors, 1.5 W resistor packs (RP1 -

RP4)

1 1 kQ resistor, 1/8 W, £56% (R1)

1 2.2 kQ resistor, 1/8 W, 15% (R5)

2220 Q resistors, 1/4 W, 5% (R9, R11)
2330 Q resistors, 1/4 W, £5% (R10, R12)

110 pin, 1 kQ, 9 resistor, 1.5 W resistor pack (RP5)

Fig. 2. - Typical backplane.

2510 Q resistors, 1/8 W, £5% (R7, R8)
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COTE DE SOUDURE
——

50 2
1_J4e L\
J3

(CONFIGURATION DE CONNECTEUR POSSIBLE)

/" _Jeo 1] 49
J

J1 2

FACE DE MONTAGE DES COMPOSANTS

6 PL

Pt P2
—I 1 85 | [ 1 59]
2 86 2 60
s %
COTE DE SOUDURE COTE DE SOUDURE
510/90
Fig. 3. - Numérotation des connecteurs et broches:
_ )
o o
0 0
c =
ITe) s
(0.25x0,2) 6,35x 6,35 © POINT D'EJECTEUR TYPE 2,77 (0.109) >
2Pt § § _~ DEUXPLACES ¢
6,20) 157,5
(6.950) 151,1-T-F3& A
o FACE DE MONTAGE
';- DES COMPOSANTS
0
= - —
= 5 5
g g
% P4
3 3
, B
o %)

O _ } % / i A -0
(9,250)-6,35 —|— P1 43 BROCHES P2.30 BROCHES —
(0,55).13/97 X3 "

% 173,6 + 018 ————— 78,23 —1| T
(0,04 x 0,04 102 x1.02_A| (6 8325 w 0007 (3.0801 8
4 PL | A = o7 4 304.8 REF. 20067316, 1207 o
or (12,00) o«
n W N
oW [Te}
.o =
o 2,54 (0,100) 3,96 (0,156)
8o - _ 5
°g tagt /N E8E
- © ﬂ LM >
N ~2E ~ok
) - e e - b =
1,27 TYP 2,36 TYP
TOLERANCES: XX + 0,25 (0,010) (0.050) (0,093)
XXX + 0,18 (0,007) DETAILA . DETAIL B 511790

Toutes les dimensions sont exprimées en millimétres et, a titre de référence, en pouces entre parenthéses.
Les dimensions en millimétres font foi.

Fig. 4. - Format normalisé de cartes de cablage imprime.
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SOLDER SIDE
2

COMPONENT SIDE

| 50
(—l_jas 1_J49 1]_Jae 1\
J1 J2 J3

(A POSSIBLE CONNECTOR CONFIGURATION)

6PL

‘P P2
E 85| 1 59rJ
2 86 2 60
S—
SOLDER SIDE SOLDER SIDE
510/90
~ Fig. 3. - Connector and pin numbering;.
= 9)
3 3
N e
. e =
L -
(0.25x0.25)6.835x6.35 ™ TYPICAL EJECTOR HOLE 2.77 (0.109) P
2PL “|° ‘f / TWO PLACES N
(6.20) 157.5
(5.95D) 151‘1-]7-(]@’ N\
~ COMPONENT SIDE
©
0
~ - -
= 5 5
g g
4 4
o [e)
o o
uw w
o o
S B S A
O_|L TR / 1 -0
(0.250) 6.35 =|=5 1 P1 43 PINS P2 30 PINS -
(0.55113.97 5% | ng 173.6 + 018 —————#] 78.23 —f &
.04 x 0.04) 1.0p%1.02
10.04x0.0011.0p¢R2 1 (6.835 £ 0007) ;04 REF 206.3(8.120) 3989 S
o7 (12.00) o
o
o 2
D) 2.54 (0.100) 3.96 (0.156) -
© © e B
N o 4 —
533 A28
eR Jo09 ﬂ ™ T
o~ ~0a ~o >
S - S ~ ==
1.27 TYP 2.36 TYP
TOLERANCES: XX % 0.25 (0.010) (0.050) (0.093)
XXX = 0.18 (0.007) DETAIL A DETAIL B 511/90

All dimensions are in millimetres with inches provided in parentheses for reference only.
The millimetre dimensions govern.

Fig. 4. - Standard printed wiring board outline.
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Tableau |
Affectation des signaux du bus aux broches du connecteur (P1)

796-2 © CEI

Face de montage des composants Face circuit
Broches Broches
Mnémonique Description Mnémonique Description
Alimentation 1 GND (TERRE) | GND masse signal 2 | GND (TERRE)| GND masse signal
3 +5V +5Vec.c. 4 |45V +5Vecec.
5 +5V +5Ve.ec. 6 |+5V +5Vece.
7 +12V +12Vec.c. 8 |+12V +12Vce.
9 Réservé, relié au bus 10 Réservé, relié au bus
11 GND (TERRE) | GND masse signal 12 | GND (TERRE)| GND masse signal
Commandes 3 BCLK" Horloge du bus 14 INIT™ Initialisation
du bus 5 BPRN* Priorité de bus IN 16 | BPRO" Priorité de bus OUT
7 BUSY* Bus occupé 18 | BREQ* Demande debus
9 MRDC* Commande de lecture 20 | MwTC* Commande d'écriturp
de mémoire de mémoire
21 IORC* Commande de lecture 22 |lowc Commande d'écriturp
d’entrée/sortie d'entrée/ sortie
23 XACK* Accusé de réception XFER "24 | INH1* Invalidation 1 (mémoire vive in-
validée)
Commandes | 25 LOCK* Verrouillage 26 | INH2* Invalidation 2 (mémgire morte
du bus et (programmable ou nopn)
adresses invalidée)
27 | BHEN* Validation octet de poids 28 {Al6* Bus d'adresses
fort
29 CBRQ* Demande commune du bus 30| A17*
31 CCLK* Horloge constante 32 At18*
33 INTA* Accusé de réception d'inter: 34 | A19°
ruption -
Interruption 35 INT6* Demandes d'interruption’en 36 | INT7* Demandes d'interrugtion en
37 INT4* paralléle 38 INTS* paralidle
39 INT2* 40 | INT3*
41 INTO* 42 | INT1*
Adresse 43 At4* Bus d'adresses 44 | A15* Bus d'adresses
45 A12" 46 | A13*
47 A10* 48 A11*
49 A8* 50 A9*
%1 A6* 52 | AT
%3 A4* 54 | AS*
%5 A2* 56 A3*
87 AO* 58 Al*
Données %9 Di14* Bus de données 60 | D15 Bus de données
?1 D12* 62 D13*
63 D10 64 D117
65 D8* 66 Do*
67 De* 68 | D7*
69 D4* 70 | Ds*
71 D2* 72 | D3*
73 Do* 74 | D1*
Alimentation 75 GND (TERRE) | GND masse signal 76 | GND (TERRE)| GND masse signal
77 Réservé, relié au bus 78 Réservé, relié au bus
79 -12v -12Vcec. 80 -12V -12Vecec.
81 +5V +5Vece. 82 |[+5V +5Vece.
83 +5V +5Vec.ec. 84 |[+5V. +5Vcec.
85 GND (TERRE)| GND masse signal 86 | GND (TERRE)| GND masse signal

Note.- Toutes les broches réservées sont prévues pour I'extension future et il y a lieu qu'elles ne soient pas utilisées si la compati-
bilité ascendante est désirée.
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Table |
Pin assignment of bus signals on connector (P1)

Component side Circuit side
Pin Pin
Mnemonic Description Mnemonic Description
Power 1 GND Signal GND 2 | GND Signal GND
supplies 3 +5V +5Vdec. 4 |45V +5Vdec.
5 +5V +5Vdec. 6 |+5V +5Vd.c.
7 +12V +12Vd.c. 8 | +12V +12Vd.c.
9 Reserved, bussed 10 Reserved, bussed
1 GND Signal GND 12 | GND Signal GND
Bus 13 Betk* Bus-clock +4—INIT Initialize
controls 15 BPRN* Bus priority IN 16 | BPRO" Bus priority OUT
17 BUSY* Bus busy 18 | BREQ* Bus request
19 MRDC* Memory read command 20 | MwTC* Memory-write fommand
21 IORC* I/0 read command 22 | lowc* VO write comnjand
23 XACK* XFER acknowledge 24 | INH1* Inhibit 1 (disabje RAM)
Bus controlg 25 LOCK* Lock 26 | INH2* Inhibit 2 (disabje PROM or
and addresg ROM)
27 BHEN* Byte high enable 28 <) A16" Address bus
29 CBRQ* Common bus request 30 )| A17*
31 CCLK* Constant clock 32 | A18*
33 INTA* Interrupt acknowledge 34 | A19°
Interrupts 35 INT6* Parallel interrupt requests 36 | INT7* Parallel interrupt requests
37 INT4* 38 | INTS*
39 INT2* 40 INT3*
41 INTO* 42 INT1*
Address 43 Al14* Address bus 44 | A15* Address bus
45 A12* 46 | A13*
47 A10* 48 Al1*
49 A8" 50 | Ag9*
51 A6* 52 AT
53 Ad* 54 | A5*
55 A 56 | A3"
57 AO* 58 A1*
Data 59 D14 Data bus 60 Di1s* Data bus
61 D12* 62 D13*
63 D10* 64 D11*
65 Ds* 66 | D9°
67 De* 68 | D7*
69 D4* 70 Ds*
71 D2* 72 | b3*
73 Do* 74 D1*
Power 75 GND Signal GND 76 | GND Signal GND
supplies 77 Reserved, bussed 78 Reserved, bussed
79 -12V -12Vd.c. 80 | -12V -12Vdec.
81 +5V +5Vd.ec. 82 |+5V +5Vd.c.
83 +5V +5Vdec. 84 |45V +5Vd.c.
85 GND Signal GND 86 | GND Signal GND

Note.- All reserved pins are reserved for future use and should not be used if upwards compatibility is desired.
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